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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
der Glaskeramiken. Genauer gesagt betrifft sie ei-
nen Artikel (oder ein Produkt) aus Glaskeramik, ins-
besondere eine Glaskeramikplatte, der/die insbeson-
dere dazu bestimmt ist, Heizelemente zu bedecken
oder aufzunehmen, wobei der Artikel wenigstens ei-
nen in Form gebrachten Bereich aufweist, um insbe-
sondere das Auftreten von Fingerspuren zu vermei-
den, und sie betrifft auch ein vorteilhaftes Verfahren,
das ermdéglicht, den in Form gebrachten Glaskera-
mikartikel zu erhalten.

[0002] Die Verkaufe von Artikeln, wie Glaskeramik-
Kochfeldern oder -Platten, nehmen seit mehreren
Jahren besténdig zu. Dieser Erfolg lasst sich insbe-
sondere durch das attraktive Aussehen dieser Felder
sowie durch ihr leichtes Reinigen erklaren.

[0003] Es sei daran erinnert, dass eine Glaskera-
mik urspriinglich ein Glas, sogenanntes Vorlaufer-
glas (oder Ausgangs- oder Mutterglas oder Griing-
las) ist, dessen spezifische chemische Zusammen-
setzung ermdglicht, durch geeignete Warmebehand-
lungen, die sogenannte Keramisierung, eine kontrol-
lierte Kristallisierung zu bewirken. Diese spezifische,
teilweise kristallisierte Struktur verleiht der Glaskera-
mik einzigartige Eigenschaften.

[0004] Es gibt derzeit unterschiedliche Arten von
Glaskeramikplatten, wobei jede Variante das Ergeb-
nis umfangreicher Studien und zahlreicher Versu-
che ist, da es sehr schwierig ist, an diesen Platten
und/oder an ihrem Herstellungsverfahren Anderun-
gen vorzunehmen, ohne eine nachteilige Wirkung auf
die gewlinschten Eigenschaften zu riskieren; um als
Kochfeld verwendet werden zu kénnen, muss eine
Glaskeramikplatte im Allgemeinen eine Transmission
bei Wellenlangen des Bereichs des Sichtbaren auf-
weisen, die gleichzeitig gering genug ist, um wenigs-
tens einen Teil der darunterliegenden Heizelemen-
te in Ruhe zu verdecken, und hoch genug ist, damit
je nach Fall (Strahlungserwarmung, Induktionserwar-
mung etc.) der Benutzer zum Zwecke der Sicherheit
die im Betriebszustand befindlichen Heizelemente vi-
suell erkennen kann; sie muss auch eine hohe Trans-
mission bei Wellenldngen des Infrarotbereiches, ins-
besondere im Fall von Strahlungsherdplatten aufwei-
sen.

[0005] Die derzeitigen hauptsachlichen Platten sind
dunkelfarbig, insbesondere schwarz (wie die durch
die Gesellschaft EuroKera in den Handel gebrachten
Glaskeramiken KeraBlack). Es gibt auch andere Plat-
ten, wie Platten mit hellerem Aussehen (insbesonde-
re weille, wie die durch die Gesellschaft EuroKera
in den Handel gebrachten Glaskeramiken KeraWhi-
te), die beispielsweise eine Unscharfe von wenigs-
tens 50% aufweisen (wie in dem Patent FR2766816
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beschrieben), oder transparentere Platten (wie die
durch die Gesellschaft EuroKera in den Handel ge-
brachten Glaskeramiken KeraVision oder KeraRe-
sin), die gegebenenfalls Beschichtungen vom Typ
Email oder Farben aufweisen.

[0006] Die Platten sind im Allgemeinen dazu be-
stimmt, als Kochplattten (oder als Brandschutz
etc.) verwendet zu werden, und beinhalten gege-
benenfalls einen Abschnitt (oder Bedienblende), der
mit Tasten, Tastbereichen, Knépfen oder anderen
Steuerungen versehen ist, die gegebenenfalls die Ak-
tivierung der Heizbereiche oder die Wahl von Para-
metern, wie der Kochzeiten, erméglichen. Die Ver-
wendung dieser Platten und ihre Handhabung oder
die Bedienung dieser Steuerungen verursachen im
Allgemeinen das Auftreten von unésthetischen Fin-
gerspuren an den Kontaktstellen, was gegebenen-
falls zu wiederholten Reinigungsvorgangen fuhrt, ins-
besondere dann, wenn die Platten dunkel und glén-
zend sind.

[0007] Die vorliegende Erfindung hat folglich ver-
sucht, einen Artikel zu entwickeln, der von einem
Glaskeramiksubstrat (insbesondere einer Glaskera-
mikplatte) gebildet ist, das/die keine derartigen Nach-
teile bei ihrer taglichen Verwendung und ihrer Hand-
habung aufweisen.

[0008] Erreicht wird dieses Ziel durch den erfin-
dungsgemalen Artikel, der wenigstens ein Glaskera-
miksubstrat (insbesondere eine Platte, die beispiels-
weise dazu bestimmt ist, wenigstens ein Heizele-
ment zu bedecken oder aufzunehmen) umfasst, wo-
bei das Substrat in wenigstens einem Bereich eine
Oberflachenrauheit (oder -strukturierung oder -mase-
rung) aufweist, die derart ist, dass die charakteristi-
schen Abmessungen der die Rauheit bildenden Mus-
ter zwischen 2 und 100 pm liegen. Unter charakteris-
tischen Abmessungen versteht man die Héhe/Tiefe
(H) der Muster (oder gréfite Abmessung eines jeden
der Muster senkrecht zu der (Tangente an die) rauhe
(n) Oberflache an der Stelle des betrachteten Mus-
ters) sowie die charakteristischen Abmessungen ei-
nes jeden der Muster in der Ebene der rauhen Ober-
flache (unter Betrachten der flach gelegten rauhen
Oberflache). Unter charakteristischen Abmessungen
eines jeden der Muster in der Ebene der rauhen
Oberflache werden diejenigen der Projektion (in der
Vertikalen zu der (Tangente an die) rauhe(n) Oberfla-
che) der Muster auf die rauhe Oberflache (oder die-
jenigen des gréften Querschnitts des Musters in ei-
ner Ebene parallel zu derjenigen der rauhen Oberfla-
che — sogenannten groften Langsschnitts) verstan-
den, namlich die grofite Abmessung dieser Projek-
tion oder dieses Querschnitts (oder Lange L) und
die Abmessung dieser Projektion oder dieses Quer-
schnitts in einer Richtung senkrecht zu dieser Rich-
tung L (oder Breite |, wobei diese Breite auch gleich
der Lange L sein kann und im Fall eines kreisférmigen
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Querschnitts dem Durchmesser entspricht). Genau-
er gesagt ist erfindungsgeman der Umfang (oder die
Konturen) dieser Projektion oder des gréten Quer-
schnitts eines jeden der Muster zwischen zwei kon-
zentrischen Kreisen gelegen (oder enthalten), wobei
der eine einen Durchmesser von 2 um und der ande-
re einen Durchmesser von 100 pm aufweist.

[0009] Vorzugsweise betragt die Héhe H zwischen
2 und 50 pm und in besonders bevorzugter Weise
zwischen 2 und 15 pm. Die Lange L und die Breite |
liegen jeweils zwischen 2 und 100 pm.

[0010] Der Abstand (e) zwischen jedem der Muster
ist ferner vorteilhafterweise kleiner als oder gleich 50
pm, vorzugsweise kleiner als oder gleich 30 ym und
insbesondere kleiner als oder gleich 20 pym, wobei
dieser Abstand umso kleiner ist, je gréRer die charak-
teristischen Abmessungen der Muster in der Ebene
der rauhen Oberflache sind.

[0011] Der oder die Bereiche, die mit der so defi-
nierten Rauheit versehen sind, kdnnen beispielswei-
se der oder die Bereiche der Bedienblende fiir eine
Kochplatte sein.

[0012] Die Erzeugung einer solchen Oberflachen-
strukturierung (oder Strukturierung/Porositat an der
Oberflache oder auf der Oberflache des Substrats)
mit besonderen Abmessungen, wie sie definiert sind,
ermdglicht, das Problem von Spuren bei Glaskerami-
ken auf wirkungsvolle Weise zu I6sen (wobei andere
Mittel, wie die Verwendung einer 6labweisenden Be-
handlung, sich vor allem als unzureichend und we-
nig dauerhaft bei dunklen Platten erwiesen haben),
ohne die Zusammensetzung der Platte noch deren
Volumeneigenschaften zu verédndern und ohne Risi-
ken einer Verschlechterung oder Beschadigung unter
der Wirkung der Hitze, noch unglinstige Auswirkun-
gen auf die anderen gewtinschten Eigenschaften der
Platte. Man beobachtet so, dass die durch den Kon-
takt der Finger hinterlassene Ablagerung (6lige Abla-
gerung oder Talg, mit einer Dicke, die im Allgemeinen
500 nm nicht Gberschreitet, mit Rillen mit einer Breite,
die etwa hundert Mikrometer nicht tberschreitet) die
Muster der Rauheit nicht vollstandig verschlie3t, was
nicht zum Auftreten von Spuren flihrt. Die gewéhlten
Muster verandern aufierdem nicht die Lichttransmis-
sion oder -durchlassigkeit des Substrats noch sein
allgemeines Aussehen.

[0013] Die Rauheit oder Strukturierung ist im All-
gemeinen von mehreren identischen oder eventu-
ell unterschiedlichen Mustern, insbesondere von ei-
ner Wiederholung eines Musters (von Mustern) ge-
bildet. Die Muster kénnen (in Bezug auf die Ebe-
ne oder die Oberflache des Substrats) vertieft und/
oder erhaben sein, gleichmaRig verteilt (periodische,
pseudo- oder quasi-periodische Verteilung) oder zu-
fallig (wobei der Abstand zwischen aufeinanderfol-
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genden Mustern jedoch kleiner als oder gleich 50
pm bleibt) verteilt sein, kénnen fluchten oder versetzt
sein etc. Diese allgemein geometrischen (oder im
Wesentlichen geometrischen) Muster (die aber auch
jedwede beliebige oder komplexe Umfangsform, wel-
che sich — wie vorstehend erwéhnt — zwischen zwei
Kreisen einfugt, aufweisen kdnnen) sind vorteilhaf-
terweise dreidimensional und weisen beispielsweise
einen sogenannten Langsschnitt (das heifl3t parallel
zu der rauhen Oberflache oder zu derjenigen des
Substrats in dem rauhen Bereich), der kreisférmig,
sechseckig, quadratisch, rechteckig, oval, trapezfor-
mig, langgestreckt etc. ist und/oder einen Querschnitt
(senkrecht zu der (Tangente an die) rauhe(n) Ober-
flache oder zu derjenigen des Substrats in dem rau-
hen Bereich), der rechteckig, halbzylindrisch, trapez-
formig, kegelstumpfférmig und/oder pyramidenférmig
und/oder dreieckig etc. ist, auf. Die Rauheit kann
insbesondere von einem vorteilhafterweise periodi-
schen Netz (oder einer Wiederholung) aus/von Mus-
tern beispielsweise in Form von rechteck- oder pyra-
midenférmigen Stiften gebildet sein.

[0014] Unterschiedliche Bereiche des Substrats
kénnen mit dhnlichen oder verschiedenen Mustern
strukturiert sein. Die Rauheit ist in wenigstens einem
Bereich von wenigstens einer Seite des Substrats
vorhanden, insbesondere auf der Seite, welche dazu
bestimmt ist, die in Gebrauchsstellung des Substrats
sichtbare Seite (im Allgemeinen Oberseite) zu sein.

[0015] Die charakteristischen Abmessungen der
Muster liegen in Mikrometer-Gréf3enordnung (vor-
zugsweise von 2 bis einigen zehn Mikrometern oder
insbesondere einigen Mikrometern) wie erfindungs-
gemal angegeben, wobei die Muster im Allgemeinen
eine Periodizitat (oder einen Schritt) zwischen 5 und
100 pm aufweisen. Die Muster oder das Netz aus
Mustern erstreckt/erstrecken sich vorzugsweise Uber
eine Flache, die wenigstens groRer als oder gleich
0,005 m? ist, um den gewtinschten Effekt zu erzeu-
gen (wobei die Oberflache des Bedien- oder Steuer-
bereichs, der mit diesen Mustern versehen sein kann,
aulerdem im Allgemeinen in der GrélRenordnung von
0.005-0.01 m? liegt).

[0016] Bei einer ersten bevorzugten Ausfiihrungs-
form der Erfindung weisen die Muster insbesondere
einen Langs- und/oder Querschnitt auf, der (im We-
sentlichen oder genau) quadratisch oder rechteckig
ist, mit vorzugsweise einer Hohe und einer Lange/
Breite, die jeweils zwischen 2 und 15 pm, vorzugs-
weise etwa zwischen 2 und 10 pm betragen, insbe-
sondere in der GréRenordnung von 5 pym liegen, und
einem Abstand beispielsweise kleiner als oder gleich
50 pm, insbesondere zwischen 1 und 50 pm und ins-
besondere kleiner als 30 pm.

[0017] Bei einer zweiten bevorzugten Ausfiihrungs-
form der Erfindung weisen die Muster insbesondere
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einen Querschnitt auf, der (im Wesentlichen oder ge-
nau) dreieckig oder pyramidenférmig ist, mit vorzugs-
weise einer Hohe kleiner als 20 ym (und groRer als
2 ym), und einem Abstand kleiner als 30 pm, und ei-
ner Grundflache (der Pyramide) mit einer Lange/Brei-
te zwischen 20 und 100 pm.

[0018] Vorzugsweise ist die Strukturierung nicht in
dem Glaskeramiksubstrat selbst vorhanden (ausge-
bildet), sondern in einer Schicht, die (direkt oder
nicht) durch das Glaskeramiksubstrat getragen ist,
wobei die Schicht das Substrat in wenigstens dem
Bereich, der strukturiert werden soll, und/oder auf ei-
ner Oberflache des Substrats, welche den Bereich
einschlief3t, sogar auf der Gesamtheit der betroffenen
(die Strukturierung tragenden) Flache oder Flachen
des Substrats Uiberzieht.

[0019] Das Substrat weist somit in wenigstens ei-
nem Bereich wenigstens einer Flache wenigstens ei-
ne Schicht (oder Beschichtung) auf, die die vorste-
hend definierte Rauheit/Strukturierung aufweist.

[0020] Diese Schicht muss zugleich auf die Glaske-
ramik aufgebracht werden kénnen, mit den Einsatz-
bedingungen der Glaskeramik (darunter die Tempe-
ratur) vertraglich sein und muss geeignet sein, mit
der gewunschten Rauheit versehen zu werden (sie
muss geeignet sein, vor der Strukturierung verformt
zu werden und danach erstarrt zu bleiben). Die das
Substrat Uberziehende Schicht wird vorteilhafterwei-
se transparent gewahlt (vor der Strukturierung, wo-
bei diese Schicht vorteilhafterweise ihre Transparenz
nach der Strukturierung bewahrt). Diese Schicht kann
dicht oder auch pords sein (mit Poren geringerer Ab-
messungen als die Muster). Vorteilhafterweise ist die-
se Schicht oder Beschichtung eine Sol-Gel-Schicht
(hervorgegangen aus einem Sol-Gel-Verfahren), es
kann sich aber auch um eine Schicht aus einem Po-
lymer handeln, das den thermischen Bedingungen
des betroffenen Bereichs standhélt (beispielsweise
eine Schicht aus PMMA — Polymethylmethacrylat —
wenn sie sich in einem anderen Bereich als einem
Heizbereich befindet). Vorzugsweise wird eine Sol-
Gel-Schicht verwendet, wobei diese Schicht mittels
Sol-Gel-Verfahren aus anorganischen Prakursoren
gewonnen wird. Eine solche Schicht ist flexibel ge-
nug, um sich den — gegebenenfalls unregelmafligen
— Konturen der Glaskeramik anzupassen, erméglicht
eine gute Haftung mit der Glaskeramik und ist ge-
eignet, nach dem Abscheiden auf der Glaskeramik,
wie spater erlautert, wieder in den viskosen Zustand
Uberzugehen, um wie bei dem erfindungsgemafRen
Verfahren beschrieben strukturiert werden zu kon-
nen, bevor sie endgliltig erstarrt. Anorganisch ist die-
se Sol-Gel-Schicht auch gegebenenfalls mit dem Ke-
ramisierungsverfahren, das fir den Erhalt des Glas-
keramiksubstrats verwendet wird, kompatibel.
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[0021] Zahlreiche chemische Elemente kdnnen auf
der Basis der Sol-Gel-Schicht sein. Sie kann insbe-
sondere (als wesentliches Bestandsmaterial) wenigs-
tens eine Verbindung (einfache(s) oder gemischte(s)
Oxid(e), Alkoxid(e), Halogenid(e) etc.) von wenigs-
tens einem der folgenden Elemente umfassen: Si, Ti,
Zr, W, Sb, Hf, Ta, V, Mg, Al, Mn, Co, Ni, Sn, Zn, Ce.
Im Allgemeinen ist diese Schicht eine Schicht aus
hydrolysiertem Sol auf Basis von Alkoxid(en) und/
oder Halogeniden) wenigstens eines aus den vor-
genannten Elementen ausgewahlten Metalls, mit ei-
ner nicht reaktiven oder nicht hydrolysierbaren orga-
nischen Gruppe (zum Beispiel einer Methylgruppe
oder -gruppen), die gegebenenfalls ermoglicht, der
Schicht eine gewisse Flexibilitdt zu bewahren, die fur
ihr Abscheiden auf der Oberflache der Glaskeramik
natzlich ist (um sich den Konturen der Oberflache gut
anzupassen), und die nach dem Harten der Schicht
entfernt werden kann.

[0022] Die Prakursoren der Sol-Gel-Schicht kdnnen
auch weitere Bestandteile, wie Farbstoffe und/oder
Tenside (die, falls erforderlich, die Abscheidungs-
qualitédt verbessern) und/oder Quellmittel (vom Typ
PMMA- oder Polystryol-Latex) etc. umfassen, die, bei
einigen, eventuell dazu bestimmt sind, vor der Ferti-
gung der Endschicht entfernt zu werden.

[0023] Vorzugsweise ist die Schicht im Wesentli-
chen auf der Basis wenigstens einer der folgenden
Verbindungen: Si (aufgrund seiner Haftfestigkeit und
seiner Kompatibilitdt mit der Glaskeramik) oder Ti
oder Zr. Das Sol (oder Lésung, insbesondere in Was-
ser oder Alkohol, der Prékursoren der zu erhalten-
den Sol-Gel-Schicht) ist beispielsweise ein Silizium-
Alkoxid mit einer organischen, linearen, verzweigten
oder zyklischen oder aromatischen Gruppe (wie ei-
nem Methyl, Vinyl, Phenyl etc.). Insbesondere wird
MTEOS (Methyltriethoxysilan), Organosilan, das drei
hydrolysierbare Gruppen besitzt und von dem der or-
ganische Teil ein Methyl ist, verwendet, das auf ein-
fache Weise ermoglicht, Schichten von einigen Mi-
krometern herzustellen. Die Synthese des auf dieser
Verbindung basierten Sols ist aulerdem extrem ein-
fach, da sie in einem einzigen Schritt erfolgt (Losen
der Prékursoren in Wasser oder insbesondere in we-
nigstens einem Alkohol) und nicht notwendigerweise
ein Erhitzen erfordert. Des Weiteren ist das zuberei-
tete Sol stabil und kann mehrere Tage aufbewahrt
werden, ohne zu gelieren.

[0024] Vorzugsweise betragt die Dicke der Schicht
zwischen 1 und 15 pm vor Strukturierung und liegt
zwischen 2 und 30 ym (man kann auch von dunner
Schicht oder Film sprechen) nach Strukturierung (wo-
bei sich das Material gegebenenfalls erneut verteilt,
insbesondere im Fall der Sol-Gel-Schichten).

[0025] Neben der Strukturierung kann diese Schicht
auch weitere Merkmale oder Funktionalitaten aufwei-

4/14



DE 20 2013 012 143 U1

sen, beispielsweise kann sie vorteilhafterweise hy-
drophob, dlabweisend oder hydrophil etc. sein.

[0026] Der erfindungsgemalie Artikel ist insbeson-
dere eine Kochplatte, kann aber auch jedweder an-
dere Glaskeramikartikel sein, der beispielsweise eine
funktionelle oder dekorative Anzeige aufweist, und ist
dazu bestimmt, bedient und gepflegt zu werden.

[0027] Unter Glaskeramikartikeln/-substraten/-plat-
ten (Artikeln/Substraten/Platten aus Glaskeramik)
werden nicht nur die Artikel/Substrate/Platten ver-
standen, die aus eigentlicher Glaskeramik gefertigt
sind, sondern kénnen auch diejenigen aus jedwe-
dem anderen ahnlichen Material verstanden werden,
das fir die gleichen Anwendungen geeignet ist, ins-
besondere hochtemperaturbestandig ist und/oder ei-
nen Ausdehnungskoeffizienten gleich null oder bei-
nahe null aufweist (beispielsweise von unter 15.107
K-', wie bei den mit Strahlungsherden verwendeten
Glaskeramikplatten). Vorzugsweise handelt es sich
jedoch um einen Artikel/Substrat/Platte aus eigentli-
cher Glaskeramik.

[0028] Vorzugsweise ist der erfindungsgemafe Ar-
tikel von einer hauptsachlich oder beinahe ebenen
(insbesondere mit einer Durchbiegung der Diagona-
len der Platte von weniger als 0,1% und vorzugswei-
se in der GréRenordnung von null) Glaskeramikplat-
te (-substrat) gebildet und ist, wie vorstehend ange-
geben, dazu bestimmt, als Kochplatte zu dienen, bei-
spielsweise in eine Kochmulde oder einen Herd inte-
griert, wobei die Mulde oder der Herd ferner Heizele-
mente umfasst, wie Strahlungs- oder Halogenkoch-
felder oder Induktionsheizelemente.

[0029] Die Platte weist im Allgemeinen eine in Ge-
brauchsstellung ,,obere” Seite (sichtbare Seite), eine
weitere, in Gebrauchsstellung ,untere” (oftmals bei-
spielsweise in dem Gestell oder Gehause eines Her-
des verdeckte) Seite sowie einen Rand (oder Kan-
te oder Dicke) auf. Die obere Seite ist im Allgemei-
nen eben und glatt, kann aber auch (neben der Rau-
heit in wenigstens einem Bereich, wie vorstehend de-
finiert) wenigstens einen (weiteren) erhabenen und/
oder vertieften Bereich und/oder wenigstens eine Off-
nung aufweisen (zum Beispiel wenn die Platte eine
Offnung enthélt, die dazu bestimmt ist, einen atmo-
spharischen Gasbrenner aufzunehmen), der/die im
Allgemeinen funktionell ist/sind (zum Zwecke der Si-
gnalisierung oder fur besondere Verwendungen der
Platte), wobei die Oberflachenschwankungen, auf3er-
halb gegebenenfalls dieser Bereiche und Offnungen
und der erfindungsgemalen strukturierten Bereiche
im Allgemeinen unter einigen nm bleiben. Die untere
Seite ist allgemein glatt oder ist mit Z&hnchen (in der
GréRenordnung von 1 bis einigen mm) versehen, die
ihre mechanische Festigkeit erhdhen und herkémmli-
cherweise durch Walzen erhalten werden. Im Fall der
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Zahnchen kann ein Index-Harz eventuell auf die un-
tere Seite aufgebracht werden, um sie zu glatten.

[0030] Der erfindungsgemale Artikel ist vorteilhaf-
terweise auf der Basis jedweder Glaskeramik, die in-
trinsisch oder eigentlich eine Lichtdurchléssigkeit von
0,8% bis 40% sowie eine optische Transmission von
wenigstens 0,1% fir wenigstens eine Wellenlange,
im Bereich des Sichtbaren, oberhalb von 420 nm
(und bis 780 nm) aufweist. Unter ,intrinsisch” oder
“eigentlich” wird verstanden, dass das Substrat ei-
ne solche Durchlassigkeit oder Transmission an sich,
ohne Beschichtung(en), aufweist. Die Lichtdurchlas-
sigkeit wird nach der ISO-Norm 9050: 2003 unter
Verwendung der Lichtart D65 gemessen und ist die
Gesamtdurchlassigkeit (in den Bereich des Sichtba-
ren integriert), wobei sowohl die direkte Transmissi-
on als auch die mdgliche diffuse Transmission be-
ricksichtigt werden, wobei die Messung beispiels-
weise mit Hilfe eines Spektralphotometers, das mit
einer integrierenden Sphére ausgestattet ist, vollzo-
gen wird, wobei die Messung in einer gegebenen Di-
cke anschlieRend gegebenenfalls auf die Referenz-
dicke von 4 mm nach der ISO-Norm 9050: 2003 um-
gerechnet wird.

[0031] Die Erfindung eignet sich fiir dunkle, helle
oder gefarbte Glaskeramikplatten. Im Fall einer Platte
mit einer Lichtdurchléssigkeit von 2,3% bis 40% und
einer optischen Transmission von wenigstens 0,6%
fur wenigstens eine Wellenlange im Bereich von 420
bis 480 nm, weist die Glaskeramik vorzugsweise we-
nigstens ein Abdeckmittel auf, das dazu bestimmt ist,
wenigstens einen Teil der zugeordneten darunterlie-
genden Elemente (insbesondere Heizmittel) zu ver-
decken, in Form gegebenenfalls einer oder mehrerer
zusatzlicher Beschichtungen (die allgemein auf der
unteren Seite der Platte gelegen sind), zuséatzlich zu
der erfindungsgemafen strukturierten Beschichtung
(die, zur Vermeidung von Fingerspuren, im Allgemei-
nen auf der oberen Seite der Platte gelegen ist).

[0032] Die Erfindung ist ins besonders vorteilhafter
Weise auf dunkle Platten anwendbar (die insbeson-
dere derart sind, dass der Wert von L* in dem CIE-
Farbvalenzsystem, der anhand des Transmissions-
spektrums der Glaskeramik Uber den Bereich des
Sichtbaren berechnet wird, geringer als 70% ist), die
insbesondere eine Lichtdurchléssigkeit im Sichtbaren
von 0,8% bis 5% und eine optische Transmission von
Uber 0,1% fur wenigstens eine Wellenlange, im Be-
reich des Sichtbaren, oberhalb von 450 nm aufwei-
sen.

[0033] Die verwendete Glaskeramik umfasst bei-
spielsweise die folgenden Bestandteile und/oder wird
durch Keramisierung aus einem Glas mit folgender
Zusammensetzung, innerhalb der nachstehenden, in
Gewichtsprozenten ausgedriickten Grenzen erhal-
ten: SiO,: 52-75%; Al,O5: 18-27%; Li,O: 2,5-5,5%;
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K50: 0-3%; Na,O: 0-3%; ZnO: 0-3,5%; MgO: 0-3%;
Ca0: 0-2,5%; BaO: 0-3,5%; SrO: 0-2%; TiO,: 1,2—
5,5%; ZrO,: 0-3%; P,05: 0-8%. Sie kann auch bis
zu 1 Gew.-% von nicht wesentlichen Bestandteilen
enthalten, die das Schmelzen des Ausgangsglases
oder die spatere Entglasung, die zu der Glaskeramik
fuhrt, nicht beeintrachtigen, insbesondere Farbstoffe,
wie Vanadiumoxid etc. umfassen.

[0034] Der erfindungsgemalie Artikel kann auch
verschiedene funktionelle und/oder dekorative Be-
schichtungen, auf der Basis von Email, Farbe etc.
umfassen. Beispielsweise kann eine der Seiten des
Substrats eine Emailschicht zum Verzieren, zum Ver-
decken oder mit anderer Funktion (Homogenisieren
der Beleuchtung etc.) umfassen. Die erfindungsge-
male strukturierte Schicht kann gegebenenfalls we-
nigstens teilweise eine oder mehrere der weiteren
vorhandenen Beschichtungen (zum Verdecken, funk-
tionelle und/oder dekorative) bedecken, und/oder
die eine und/oder die andere der Beschichtungen
kann sich gegebenenfalls auf der gegentberliegen-
den (insbesondere unteren) Seite des Substrats be-
finden.

[0035] Ebenso kann der erfindungsgemafie Artikel
andere Elemente und/oder Schichten als die vorge-
nannten Bestandteile umfassen. Beispielsweise kann
der Artikel, wenn es sich um ein Kochmodul handelt,
mit zuséatzlichem/n Funktions- oder Zierelementen)
(Rahmen, Verbinder(n), Kabel(n), Steuerelement(en)
), etc. ausgestattet (oder verbunden) sein. Er kann
auch eine oder mehrere Lichtquellen, einen oder
mehrere Wellenleiter, ein oder mehrere Mittel zum
Extrahieren der durch die Quelle oder Quellen aus-
gesandten Strahlung (aufgebrachte Schichten oder
streuende Behandlung(en), die beispielsweise durch
Lasergravur, Emaildruck, chemisches Atzen (Sure
etc.) oder mechanisches Atzen (Sandstrahlen) etc.
erhalten werden, eine oder mehrere Anzeigevorrich-
tungen (wobei die Anzeige durch das Substrat gese-
hen wird) etc. umfassen. Der Artikel umfasst auch im
Allgemeinen Mittel zur Steuerung und/oder Kontrolle
der zugeordneten Heizelemente.

[0036] Die Erfindung betrifft auch Gerate (oder Vor-
richtungen) zum Kochen und/oder zum Hei3halten,
die wenigstens einen erfindungsgemafien Artikel um-
fassen (oder daraus bestehen) (zum Beispiel Koch-
herde, Einbaukochfelder, Ofen etc.) und die gege-
benenfalls ein oder mehrere Heizelemente, wie ein
oder mehrere Strahlungs- oder Halogenelemente
und/oder einen oder mehrere atmosphérische Gas-
brenner und/oder ein oder mehrere Induktionsheiz-
mittel umfassen. Die Erfindung schlief3t sowohl Koch-
gerate, die eine einzige Platte umfassen, als auch
Gerate, die mehrere Platten umfassen, ein, wobei ei-
ne jede dieser Platten gegebenenfalls eine oder meh-
rere Kochzonen aufweist. Unter dem Begriff ,Koch-
zone” wird eine Kochstelle verstanden. Die Erfin-

2015.06.11

dung betrifft auch Kombi-Kochgeréate, deren Koch-
platte oder -platten mehrere Arten von Kochzonen
(Gaskochzonen, Strahlungs-, Halogen- oder Induk-
tionskochzonen) umfassen. Auflerdem ist die Erfin-
dung nicht auf die Herstellung von Kochplatten oder
-modulen fur Kochherde oder Kochmulden begrenzt.
Die erfindungsgemal® hergestellten Artikel kénnen
auch andere ebene Module oder Platten sein, die ei-
ne hohe Unempfindlichkeit gegentiber Temperatur-
schwankungen aufweisen mussen.

[0037] Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein
Verfahren flr den Erhalt eines Artikels, wie er defi-
niert ist. Die vorliegende Erfindung hat in der Tat ein
Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemafien
Artikels entwickelt, wonach die gewiinschte Rauheit
(zwischen 2 und 100 pm) auf dem Substrat, genauer
gesagt auf der an der Oberflache des Substrats ab-
geschiedenen zu strukturierenden Schicht, durch Du-
plizieren (oder Wiederholen oder Ubertragen) einer
Zielrauheit (oder Mustern mit gewahlten charakteris-
tischen Abmessungen) mit Hilfe eines/einer mit den
Konturen der Zielrauheit geformten Stempels oder
Maske erhalten wird. Das erfindungsgemafe Verfah-
ren ermdglicht die effiziente Ubertragung eines Mus-
ters mit den gewlnschten Abmessungen (2 pm bis
100 pm) auf die zu strukturierende, auf das Glaskera-
miksubstrat aufgebrachte Schicht und kann sogar auf
die Ubertragung von Rauigkeiten, die andere funktio-
nelle oder &sthetische Abmessungen aufweisen, wie
spater genauer dargelegt wird, verallgemeinert wer-
den.

[0038] Zur Erinnerung sei gesagt, dass die Herstel-
lung der Glaskeramikplatten im Allgemeinen wie folgt
von statten geht: In einem Schmelzofen wird das
Glas mit der gewéhlten Zusammensetzung fur die Bil-
dung der Glaskeramik geschmolzen, anschlief3end
wird das geschmolzene Glas zu einem/einer Stan-
dardband oder -folie gewalzt, indem man das ge-
schmolzene Glas zwischen Walzzylindern durchlau-
fen lasst, und wird das Glasband auf die gewlinsch-
ten Abmessungen zugeschnitten. Die so zugeschnit-
tenen Platten werden anschlieliend auf an sich be-
kannte Weise keramisiert, wobei die Keramisierung
darin besteht, die Platten entsprechend dem gewéhl-
ten Warmeprofil zu brennen, um das Glas in das
als ,Glaskeramik” bezeichnete polykristalline Material
umzuwandeln, dessen Ausdehnungskoeffizient null
oder beinahe null ist und das einem Warmeschock,
der bis zu 700°C reichen kann, standhalt. Die Kera-
misierung umfasst im Allgemeinen einen Schritt pro-
gressiven Erhéhens der Temperatur bis zum Bereich
der Keimbildung, der im Allgemeinen in der Néhe des
Glasumwandlungsbereiches liegt, einen Schritt eines
mehrminutigen Durchlaufens des Keimbildungsinter-
valls, ein erneutes progressives Erhéhen der Tem-
peratur bis zur Temperatur der Keramisierungsstufe,
das Halten der Temperatur der Keramisierungsstu-
fe Uber mehrere Minuten, anschlieRend ein schnel-
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les Abkihlen bis auf Umgebungstemperatur. Gege-
benenfalls umfasst das Verfahren auch einen Schnei-
devorgang (im Allgemeinen vor der Keramisierung),
beispielsweise mittels Wasserstrahl, mechanischem
Anreilen mit dem Ré&ndelrad etc., an den sich ein
Formgebungsvorgang (Schleifen, Facettieren etc.)
anschlief3t.

[0039] Bei dem erfindungsgeméaRen Verfahren wird
eine Schicht, die geeignet ist, vorformt zu werden
(oder strukturierbar ist), auf dem Glaskeramiksub-
strat (nach oder eventuell vor, je nach Schichttyp, Ke-
ramisierung des Vorlauferglases — oder Ausgangs-
glases oder Grlinglases-, die ermoglicht, das Sub-
strat zu erhalten) abgeschieden, anschlieRend wird
auf die Schicht, welche geeignet ist, verformt zu wer-
den, die, strukturierte Flache eines Stempels oder ei-
ner Maske, der/die — wie im Folgenden erlautert — zu-
vor mit den Konturen der gewiinschten Rauheit (oder
Zielrauheit) geformt wird, aufgebracht, und die Rau-
heit wird, insbesondere unter Warme und Druck, auf
die strukturierbare (oder verformbare) Schicht Uiber-
tragen (oder dupliziert).

[0040] Die Bildung der Maske mit den gewéhlten
Konturen, dann das Duplizieren auf die Schicht, wel-
che geeignet ist, verformt zu werden, erméglichen
den Erhalt der gewiinschten Rauheit auf dem er-
findungsgemafRen Substrat. Diese Rauheit mit einer
Tiefe in Mikrometer-GréRenordnung kann tatsachlich
nicht durch andere Formungsverfahren, die fir Reli-
efs mit gréBeren Abmessungen im Bereich der Glas-
keramiken verwendet werden, wie das Walzen, er-
halten werden. Weitere Verfahren, die ermdglichen,
Reliefs von einigen Millimetern zu erhalten, wie die
Lasergravur oder das chemische Atzen, eignen sich
auch nicht fir den Erhalt des erfindungsgemafien
Produkts, ebenso wie Verfahren aus anderen Berei-
chen, wie die (in der Elektronik eingesetzten) Litho-
graphie-Techniken, aufgrund ihrer hohen Kosten, ih-
rer Langsamkeit, ihrer Komplexitét (mehrere Schritte)
etc., nicht flr Glaskeramiken und fiir die Herstellung
von Massenprodukten geeignet sind.

[0041] Wie zuvor angegeben ist die Schicht, wel-
che geeignet ist, verformt zu werden, vorteilhafter-
weise eine Sol-Gel-Schicht, die geeignet ist, wieder
in den viskosen Zustand Uberzugehen/unter einer
gewissen Temperatur (oberhalb der Glasiibergangs-
temperatur) verformbar, und somit, wie erfindungsge-
mal gewunscht, strukturiert zu werden. Wie vorste-
hend erwahnt, ist diese Schicht beispielsweise eine
Schicht aus hydrolysiertem Sol auf Basis von Alkoxid
(en) und/oder Halogenid(en) wenigstens eines Me-
talls, ausgewahlt aus Si, Ti, Zr, W, Sb, Hf, Ta, V, Mg,
Al, Mn, Co, Ni, Sn, Zn, Ce, mit einer nicht reaktiven
organischen Gruppe, das gegebenenfalls ermdglicht,
eine gewisse Flexibilitdt zu bewahren.
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[0042] Das Abscheiden dieser Schicht auf dem Sub-
strat kann auf unterschiedliche Arten erfolgen, ins-
besondere auf fliissigem Weg (vor allem durch Ab-
scheiden des Sols), wie der Abscheidung des Sols
durch Zentrifugieren (Spin Coating oder Schleuder-
beschichtung), der Abscheidung durch Eintauchen in
das Sol (Dip Coating) oder dem Aufspriihen des Sols
(Spray Coating), anschlieRend gegebenenfalls dem
Ausbreiten der Tropfen durch Rakeln, Biirsten, Erhit-
zen etc., ober aber es kann durch laminare Beschich-
tung (Abscheiden des Sols mit Hilfe einer Offnung,
die sich oberhalb des Substrats bewegt) erfolgen. An
das Abscheiden kann sich gegebenenfalls ein Schritt
zur Trocknung des Sols anschliel3en (insbesondere
bei weniger als 100°C), um das Lésungsmittel zu ver-
dampfen und die Schicht zu fixieren, ohne ihr jedoch
die Fahigkeit zu nehmen, einer nachtraglichen Struk-
turierung unterzogen zu werden. Es ist wichtig, die
Bedingungen der Herstellung der Sol-Gel-Ldsung zu
kontrollieren, so dass die Schicht im Laufe des Ver-
fahrens verformbar bleibt (beispielsweise muss jedes
Erhitzen vermieden werden, das die Schicht irrever-
sibel polymerisieren kann). Das Abscheiden kann auf
einem Teil des Substrats (zum Beispiel auf der Be-
dienblende) oder insbesondere auf einer ganzen Sei-
te vollzogen werden.

[0043] Gemal der vorliegenden Erfindung wird die
Zielrauheit vorteilhafterweise anhand einer vorher
existierenden Rauheit, die auf einer anderen Flache
oder auf einem anderen Produkt vorhanden ist, er-
halten.

[0044] Vorteilhafterweise verwendet man eine Mas-
ke (oder Stempel) auf der Basis eines Materials, das
zugleich fest und flexibel ist, wie eines Polymermate-
rials, insbesondere vom Typ Elastomer, beispielswei-
se PDMS (Polydimethylsiloxan) oder VDMS (Vinyld-
imethylsiloxan) oder EVA (Ethylenvinylacetat) oder
Epoxy oder eines Copolymers, wobei dieses Materi-
al eventuell oberflichenbehandelt ist (beispielsweise
mit einer Schicht aus Fluorsilan und/oder TMCS (Tri-
methylchlorsilan), um eine Antihaftoberfldche zu ent-
wickeln (wobei diese Antihaftschicht eine Dicke von
einigen Nanometern nicht Uberschreitet und folglich
nicht die Muster durch Ausfillen der Hohlrdume der
Maske verandert, wobei diese Schicht insbesonde-
re ermdglicht, die Maske mehrere Male zu verwen-
den), wobei die Verwendung einer flexiblen Maske
den Vorteil aufweist, die Oberflaiche des Substrats
einzuhalten, den Druck, der erforderlich ist, um ei-
nen Kontakt mit der zu strukturierenden Oberflache
herzustellen, zu minimieren und sich bei ihrer Aus-
bildung an die gewlinschte Zielrauheit anpassen zu
kénnen. Eine solche Maske (insbesondere aus PD-
MS) weist auch den Vorteil auf, die Kinetiken der Sol-
Gel-Kondensation mit einer besseren mdéglichen Ver-
dampfung des Lésungsmittels im Vergleich zu harten
Formen (beispielsweise aus Silizium und aus Nickel)
zu erhbhen.
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[0045] Die Maske wird beispielsweise dadurch er-
halten, dass das Polymermaterial oder seine Vorlau-
fer auf eine feste Flache, die die Zielrauheit aufweist,
aufgetragen oder gegossen wird, anschlielend die
Maske fixiert wird, gegebenenfalls durch Abkuhlen,
Erhitzen (beispielsweise bis auf 80°C) und/oder Ver-
netzen, um die Maske mit dem gewtinschten erstarr-
ten Profil zu erhalten. Insbesondere kann das flis-
sige Polymer Uber seinen Schmelzpunkt oder seine
GlaslUbergangstemperatur erhitzt werden, dann ab-
gekuhlt werden, oder die Polymermaske kann da-
durch erhalten werden, dass zwei Monomere, die bei
Umgebungstemperatur oder durch Erhitzen mitein-
ander reagieren (anschlieRend erstarren) gemischt
und gegossen werden, oder ein Polymerfilm kann auf
die Zielflache aufgetragen werden, dann Uber seinen
Schmelzpunkt oder seine Glasibergangstemperatur
erhitzt und druckbeaufschlagt werden, anschlielRend
durch Abkulhlen etc. erstarrt werden.

[0046] Die verwendete Flache mit der Zielrauheit
kann jedwede Flache eines vorher existierenden Ge-
genstands sein oder kann eine Flache sein, die bei-
spielsweise durch Sandstrahlen auf einer Walze er-
zeugt wird und durch Walzen auf eine Kunststoff-
folie gedruckt wird (vor Ansetzen an den Elastom-
erstempel). Das Verfahren ist insbesondere mit der
Verwendung von kostengunstigen Masken, die durch
strukturierte, durch Roll-to-Roll hergestellte Polymer-
folien gebildet sind, kompatibel. So ist es moglich,
jede rauhe Oberflache mit fir den erfindungsgema-
Ren Artikel gewiinschten Abmessungen zu duplizie-
ren, ohne eine Metall- oder Verbundform oder andere
kostspielige Vorrichtung zu diesem Zweck herstellen
zu mussen. Das erfindungsgemalie Verfahren kann
auch vorteilhaft verwendet werden, um die Glaske-
ramik zu funktionalisieren und/oder um ihr ein be-
sonderes asthetisches Aussehen zu verleihen, indem
Flachen, die geeignet sind, die gewlinschte Funkti-
on oder das gewinschte dsthetische Aussehen zu
verleihen, auf einfache Weise und ohne Investition
in kostspielige Geratschaften dupliziert werden. Das
erfindungsgemafe Verfahren ermdglicht folglich, das
erfindungsgemafl gewunschte Produkt, aber, durch
Erweiterung, auch andere Glaskeramikprodukte zu
erhalten, die eine andere funktionelle und/oder asthe-
tische Rauheit aufweisen, insbesondere eine Rauheit
kleiner als 100 pym (das hei3t mit charakteristischen
Abmessungen kleiner als 100 pm).

[0047] Das auf der Maske erzeugte Muster ist im All-
gemeinen das Negativ des zu duplizierenden Mus-
ters oder eines Teils des zu duplizierenden Mus-
ters. Das Endmuster kann gegebenenfalls mit meh-
reren (identischen oder unterschiedlichen) Masken
oder durch mehrere Durchgange ausgebildet wer-
den. Es kénnen auch mehrere Teilmasken mit kleine-
ren GroRen verwendet werden, um eine Maske von
grofRer GrofRe zu bilden, was ihre Herstellung erleich-
tert und mehr Flexibilitat verleiht (Austausch von ei-
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ner der Masken, falls bei Verschleil3, Fehlern etc. er-
forderlich). Die Oberflache der auf der Glaskeramik
abgeschiedenen Schicht kann auch mehrere Male,
vorzugsweise fortlaufend, mit Hilfe von Masken, die
ahnlich oder unterschiedlich sein kdnnen, strukturiert
werden. Die Maske kann auch mehrere Bereiche mit
durch ihre Gréle, ihren Abstand etc. unterschiedli-
chen Mustern aufweisen. Wie vorstehend bereits an-
gegeben, kdénnen die erhaltenen Muster nicht per-
fekte geometrische Formen aufweisen. Im Falle von
scharkantigen Mustern kann das Muster gegebenen-
falls auch abgerundet werden, ohne der erforderli-
chen Leistungsfahigkeit zu schaden.

[0048] Die Maske wird beispielsweise flach verwen-
det, um die Schicht zu strukturieren (sie ist dann
gegebenenfalls einer Flachpresse zugeordnet), oder
kann auch gekrimmt verwendet und/oder einem Ro-
tationsmittel (wie einem Zylinder etc.) zugeordnet
werden.

[0049] Die Strukturierung (oder das Duplizieren der
Muster auf) der auf der Glaskeramik abgeschiedenen
strukturierbaren Schicht wird durch Anlegen der Mas-
ke, durch viskoelastische Verformung, mittels Kon-
takt mit der strukturierten Maske unter Warme und
durch Auslben eines Druckes sowie eventuell durch
kapillare Befillung der flexiblen, strukturierten Mas-
ke vollzogen. Die Strukturierung wird in einem Tem-
peraturbereich, der ausgelegt ist fiir eine ausreichen-
de Kondensationsschwelle, welche die Warmefestig-
keit der Strukturierung sicherstellt, mit einer zugeord-
neten Strukturierungsdauer (im Allgemeinen weniger
als oder gleich 2 Stunden, vorzugsweise weniger als
oder gleich 1 Stunde, weiterhin vorzugsweise als 30
Minuten) vollzogen, die im Allgemeinen um so gerin-
ger ist, je hoher die Temperaturen sind, bei denen die
Strukturierung durchgefihrt wird.

[0050] Die Strukturierung beginnt ab dem Augen-
blick, in dem die Maske in die Schicht einsinkt, und
endet beim Herausnehmen der Maske, sei sie unter
Waérme angelegt und herausgenommen, sei es nach
Temperatursenken der auf der Schicht verbliebenen
Maske.

[0051] Das Erhitzen wéahrend der Strukturierung
(duBeres Erhitzen und/oder Erhitzen des Stempels
selbst) kann durch eine Infrarot- oder Halogenlampe
oder durch ein erhitztes Fluid oder einen Widerstand
etc. vollzogen werden. Dieses (thermische, Strah-
lungs-)Erhitzen kann wahrend eines Teils der Kon-
taktphase aufrechterhalten werden oder kann unter-
brochen, ja sogar umgekehrt (Kihlung) werden, um
das Produkt zu versteifen. Zur Begrenzung der Ener-
giekosten und/oder einer Verformung des/der Poly-
merstempels oder -maske kann eine Strukturierungs-
temperatur von unter oder gleich 200°C, sogar 180°C
bevorzugt werden. Beispielsweise kann die Struktu-
rierung bei einer Temperatur zwischen 100°C und

8/14



DE 20 2013 012 143 U1

130°C Uber 10 Min. bis 30 Min. oder bei einer et-
was hdheren Temperatur (insbesondere zwischen
150°C und 180°C) Uber eine kirzere Zeitdauer (bei-
spielsweise weniger als oder gleich 10 Min.) durch-
geflhrt werden. Parallel hierzu wird der Stempel nach
dem Inkontaktbringen mit der Schicht im Allgemeinen
selbst erhitzt, um den Abdruck zu begunstigen).

[0052] Wahrend der Strukturierung wird auch im All-
gemeinen ein Druck, beispielsweise von unter 5 bar,
vorzugsweise unter 2 bar angelegt. Insbesondere
und vorteilhafterweise kann ein Druckfluid verwendet
werden, um die Maske oder den Stempel gegen das
Substrat zu driicken, wobei dies ermdglicht, sich von
den bei der Verwendung einer mechanischen Presse
beobachteten Einschrédnkungen (wie den Planheits-
fehlern, die zu einer Druckschwankung flhren kén-
nen, die eine Anderung der Tiefe der (ibertragenen
Muster nach sich zieht) zu befreien. Angelegt wer-
den kann dieses Druckfluid unter Verwendung eines
unter Druck stehenden Raums, wobei eine flexible
Membran den Druck des Fluids weitertibertragt, oder
aber von druckbeaufschlagten Fluidstromen mittels
entlang der Kontaktfliche angeordneter Offnungen
etc.

[0053] Beispielsweise kénnen das mit der Schicht
Uberzogene Substrat und die Maske in eine Hiille aus
undurchlassigem Material eingefihrt werden, kann
das Ganze in einem hermetischen Raum angeordnet
werden, die Luft aus dem Raum abgefiihrt werden
(beispielsweise bis zu einem Druck hdchstens gleich
5 mbar), die Hille vor Wiedereinleiten der Luft in den
Raum versiegelt werden, die versiegelte Hille und ihr
Inhalt in einen Autoklaven eingebracht werden, ein
Druck (beispielsweise zwischen 0,5 und 8 bar) un-
ter Wéarme (beispielsweise zwischen 25 und 200°C
fir 15 Minuten bis mehrere Stunden) angelegt wer-
den, kann dann die Hille gedffnet werden und kon-
nen das erhaltene strukturierte Substrat und die Mas-
ke getrennt werden, wobei das Versiegeln und das
Abfiihren der Luft erforderlich ist, um die Ubertragung
des Druckes des Fluids auf den Stempel zu ermdg-
lichen. Gegebenenfalls ist die strukturierte Seite der
Maske luftdurchlassig, wodurch wahrend des Versie-
gelns das Einschlieen von Luftblasen zwischen dem
beschichteten Substrat und der Maske vermieden
wird. Das Autoklavieren kann gegebenenfalls auch
durch eine einfache Trocknung durch Erwérmen er-
setzt werden.

[0054] Die Parameter (Temperatur, Druck) kénnen
in Abhangigkeit von der Art der verformbaren Schicht
eingestellt werden, wobei das Ziel darin liegt, die
Maske gegen die Schicht, die geeignet ist, verformt
zu werden, zu driicken und sie gleichzeitig zu ver-
netzen, um sie unverformbar zu machen. Auf diese
Weise druckt man das an der Oberflache des Stem-
pels eingearbeitete Muster in die an der Oberflache
des Substrats abgeschiedene Schicht und lasst es
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darin erstarren. Die Temperatur in dem Autoklaven
kann gegebenenfalls sukzessive auf eine Tempera-
tur Uber, dann unter der Glasibergangstemperatur
des Polymermaterials der Maske gebracht werden,
oder umgekehrt, um das mechanische Verhalten der
Maske genau zu kontrollieren und um den Kontakt
zwischen der Maske und dem beschichteten Substrat
zu optimieren.

[0055] Die Strukturierung wird vorteilhafterweise
nach dem Abscheiden der Schicht schnell vollzogen
(einige Minuten bis einige zehn Minuten) und kann
nach dem Abscheiden in Reihe durchgefuhrt werden.
Dieses Abscheiden kann vor oder nach Keramisie-
rung durchgefiihrt worden sein und erfolgt vorzugs-
weise nach Keramisierung.

[0056] An die Strukturierung kann sich ein Schritt zur
Warmebehandlung oder zur UV-Behandlung (vor al-
lem in dem Fall, in dem die Schicht unter UV-Strah-
lung polymerisierbare Gruppen enthélt) anschlielRen,
um die strukturierte Schicht zu verdichten und die
Schicht erstarren zu lassen (zu fixieren) und gegebe-
nenfalls um die organische(n) Gruppe(n) zu entfer-
nen, beispielsweise bei einer Temperatur von Uber
400°C. Die Schicht kann auch einer neuen Wéarme-
behandlung unterzogen werden, um sie zu kristalli-
sieren, ihre mechanischen Eigenschaften zu verbes-
sern, auf die hydrophile/hydrophobe Art ihrer Ober-
flache einzuwirken etc.

[0057] Auf diese Weise erhdlt man eine (insbeson-
dere anorganische) strukturierte Schicht (beispiels-
weise eine Siliziumdioxidschicht), ohne Risse und
mit einer guten Aufrechterhaltung der Ausgangsab-
messungen des Ziels sowie einer guten mechani-
schen Festigkeit. Das Verfahren ermdglicht, charak-
teristische GrofRen von Mustern in Mikrometer-Gro-
Renordnung mit einer Toleranz bei den Strukturie-
rungsfehlern, die der gewinschten Leistungsfahig-
keit nicht schadet, zu erreichen. Es ermdglicht den
Erhalt eines strukturierten Produkts, das besténdig
und schnell herzustellen ist, mit einer perfekt gleich-
maBigen Strukturierung in der Tiefe auf einer — ent-
sprechend den Bedirfnissen — mehr oder weniger
grol3en Flache.

[0058] Nach der Strukturierung kann das Pro-
dukt auch verschiedenen Glasbearbeitungsvorgan-
gen unterzogen werden, darunter die Formung, wie
zuvor erwahnt. Das Verfahren eignet sich fir die Her-
stellung von grof3volumigen und/oder grolSmalstabli-
chen Produkten. Es kann leicht automatisiert und mit
weiteren Bearbeitungen des Produkts verknlpft wer-
den. Es erfordert kein spezifisches Gerat und ist mit
den Ublicherweise in der Glaskeramikindustrie einge-
setzten Vorrichtungen kompatibel. Sofern die Maske
wahrend des Verfahrens nicht zerstort wird, kann sie
mehrere Male wiederverwendet werden.
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[0059] Das Verfahren ermdglicht, die Palette der ver-
fugbaren Glaskeramikprodukte zu erweitern, und er-
moglicht gegebenenfalls, Muster aufzubringen, die
andere Funktionalitdten als den gewunschten Fin-
gerspuren verhindernden Effekt aufweisen und/oder
gegebenenfalls der Oberflache der Glaskeramik ein
besonderes asthetisches Aussehen verleihen, wobei
die Funktion sowie die Eigenschaften, die mit der
Strukturierung verknipft sind, insbesondere von den
charakteristischen Abmessungen, wie der H6he und
der Breite des Musters und/oder dem Zwischen-Mus-
ter-Abstand oder dem Schritt abhangig sind.

[0060] Die vorliegende Erfindung schitzt auch einen
Artikel, der ein Glaskeramiksubstrat (mit strukturier-
ter Schicht), das durch das vorstehend beschriebene
Verfahren erhalten wird, umfasst.

[0061] Die erfindungsgemafen Artikel, insbesonde-
re Platten, kdnnen insbesondere vorteilhaft verwen-
det werden, um eine neue Palette von Kochplatten
fir Herde oder Kochmulden herzustellen, und koén-
nen auch vorteilhaft verwendet werden, um Wandele-
mente oder Wande (beispielsweise Tlren oder Teile
von Tiren) von Ofen etc. herzustellen.

[0062] Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Merk-
male werden nachfolgend aus der Beschreibung ei-
ner nicht einschréankenden Ausfuhrungsform der Er-
findung unter Bezug auf die beiliegenden Zeichnun-
gen hervorgehen, die auf schematische Weise in Sei-
tenansicht die Schritte des erfindungsgemafien Ver-
fahrens darstellen.

[0063] Bei dieser Ausfiihrungsform eines erfin-
dungsgemalen Artikels ist der betreffende Artikel 1
ein ebenes Kochmodul, das eine Glaskeramikplatte
(Substrat) 2 umfasst, wobei diese Platte beispielswei-
se eine glatte Oberseite und eine glatte Unterseite
(wobei diese Seite auch mit Zdhnchen versehen sein
kann) und eine Dicke von 4 mm sowie einen Anzei-
gebereich 3 aufweist, fir den der Fingerspuren ver-
hindernde Effekt gewiinscht ist.

[0064] In einem ersten Schritt wird eine flexible Mas-
ke 4 aus PDMS (Polydimethylsiloxan) mit dem ge-
winschten Profil hergestellt.

[0065] Diese Maske wird bei dem vorliegenden Bei-
spiel durch GieRen von flissigem PDMS 5 auf
die rauhe Oberflache (Zielrauheit) 6 eines Glases
der Marke Satinovo, das durch die Gesellschaft
Saint-Gobain Glass France vertrieben wird, erhalten
(Schritt a). Nach der Verfestigung bei 80°C Uber zwei
Stunden und Trennen, wird die PDMS-Maske durch
chemische Gasphasenabscheidung von TMCS (Tri-
methylchlorsilan) behandelt, um eine Antihaft-Ober-
flache zu entwickeln (man erhalt so in Schritt b eine
einsatzbereite Maske, die das Negativ der gewtinsch-
ten Zielrauheit aufweist).
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[0066] Parallel hierzu wird eine dinne Sol-Gel-
Schicht (oder -Film) 7 aus einem in saurem Me-
dium hydrolysierten MTEOS-Sol (Methyltriethoxysi-
lan) ausgebildet. Das Sol wird beispielsweise aus ei-
nem Methyltriethoxysilan/Essigsdure-Gemisch in ei-
nem Masseverhaltnis von 45/55 hergestellt. Die L6-
sung wird dann bei Raumtemperatur fur 12 Std. wei-
ter gerhrt. Nach vollstandiger Hydrolyse der Ethoxy-
gruppen, wird der Film, mit einer Dicke zwischen 1
und 5 pm, auf das Glaskeramiksubstrat aufgeschleu-
dert.

[0067] Die PDMS-Maske wird anschlieRend auf die
Sol-Gel-Schicht aufgebracht (Schritt c), beispielswei-
se bei niedrigem Druck (unter 1,5 bar), wobei die
Hohlrdume sich durch Kapillarwirkung, Erhitzen und
Druck fullen (Schritt d). Die geringe Viskositat des
MTEQOS begtinstigt das Fillen der Hohlrdume der
Maske und verringert auch die Spannungen des an-
schliellenden Entspannens. Die Maske wird nach In-
kontaktbringen mit der Sol-Gel-Schicht vorteilhafter-
weise auf eine Temperatur von 110°C, fir eine Dauer
von 30 Min. erhitzt (die Dauer des Anstiegs bis zu der
Temperatur, die zwischen 3 Min. und 7 Min variiert,
wobei die Strukturierung um so schneller erfolgt, je
schneller dieser Anstieg ist).

[0068] Nach dem schrittweisen Wiedersenken auf
die Umgebungstemperatur werden die Maske und
das strukturierte Produkt getrennt (Schritt e). Die
Maske kann auch unter Warme, beispielsweise bei
80°C abgenommen werden.

[0069] Die hergestellte Rauheit 8 weist die folgenden
charakteristischen Abmessungen auf (die beispiels-
weise mittels optischem Profilmesser, wie dem unter
der Bezeichnung New View durch die Gesellschaft
Zygo vertriebenen, oder aber mittels mechanischem
Profilmesser oder durch Kontakt etc. gemessen wer-
den): es handelt sich um ein Netz aus annahernd py-
ramidenférmigen Stiften mit einer maximalen Héhe H
von 10-13 pm und einer Breite I/Lange L zwischen 30
und 50 pm, wobei der Abstand (e) zwischen den Stif-
ten bei dieser Ausfiuihrungsform null (oder nahe null)
ist.

[0070] Die Muster werden mit einer guten Homoge-
nitat iber mehrere Quadratzentimeter (etwa 20 cm x
20 cm) aufgedruckt und untermauern die Ausgangs-
gréRen der durch die Maske Ubertragenen Zielrauheit
(diejenige des Ausgangsglases Satinovo).

[0071] Die Warmebehandlung der strukturierten
MTEOS-Schicht lauft in einem Ofen ab, um das Netz
zu verdichten und die vollsténdige Oxidation und Zer-
legung der Methylgruppen (CHs) zu erreichen. Die
Erhaltung der Muster hangt von dem Kondensations-
niveau des Films nach der Strukturierung ab. Mit ei-
nem ausreichenden Kondensationsniveau ist die Be-
schichtung vernetzt genug, um wahrend der Erhit-
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zungsphase "fest” zu bleiben (wéhrend sie sich un-
ter der Wirkung der Temperatur wieder verflissigen
kann, wenn der Kondensationsgrad zu gering ist).
Wobei dieser Kondensationsgrad mit der Temperatur
zunimmt, je héher die Temperatur ist, umso geringer
ist die fur das Erreichen der Kondensationsschwel-
le erforderliche Zeit. Bei dem vorliegenden Beispiel
wird die Warmebehandlung bei ca. 500°C fir zwei
Stunden durchgefiihrt. Die Strukturmerkmale werden
nach Warmebehandlung bewahrt, und man erhalt ei-
ne strukturierte Beschichtung aus reinem Silizium-
dioxid. Die Muster sind zeitlich stabil und werden
durch herkdmmliche Lésungsmittel nicht verschlech-
tert oder beschadigt.

[0072] Vor der Strukturierung kdnnen ein oder meh-
rere weitere Schritte vorgesehen worden sein, vor-
zugsweise fortlaufend, wie die Abscheidung einer
(von) darunterliegenden Schicht(en) und, noch weiter
davor, die Bildung des Glaskeramiksubstrats. Es kén-
nen auch eine zweite Strukturierung und/oder weitere
nach der Strukturierung stattfindende Schritte durch-
gefihrt werden.

[0073] Die vorliegende Erfindung eignet sich insbe-
sondere fir die Herstellung von Glaskeramikkoch-
platten mit Fingerspuren verhindernden Eigenschaf-
ten.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschliel3lich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA lbernimmt keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.
Zitierte Patentliteratur

- FR 2766816 [0005]
Zitierte Nicht-Patentliteratur

- 1SO-Norm 9050: 2003 [0030]
- 1SO-Norm 9050: 2003 [0030]
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Schutzanspriiche

1. Artikel, umfassend wenigstens ein Glaskeramik-
substrat, insbesondere eine Platte, die beispielswei-
se dazu bestimmt ist, wenigstens ein Heizelement zu
bedecken oder aufzunehmen, wobei das Substrat in
wenigstens einem Bereich eine Oberflachenrauheit
aufweist, die derart ist, dass die charakteristischen
Abmessungen der die Rauheit bildenden Muster zwi-
schen 2 und 100 ym liegen.

2. Artikel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rauheit von einem Netz aus ins-
besondere geometrischen Mustern gebildet ist, wo-
bei der Umfang des gréften Langsschnittes eines je-
den der Muster zwischen zwei konzentrischen Krei-
sen gelegen ist, wobei der eine einen Durchmesser
von 2 um und der andere einen Durchmesser von 100
pm aufweist.

3. Artikel nach einem der Anspriiche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Héhe H der Muster
zwischen 2 und 50 pym betragt und der Abstand (e)
zwischen jedem der Muster kleiner als oder gleich 50
pm ist.

4. Artikel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Muster einen qua-
dratischen oder rechteckigen Langs- und/oder Quer-
schnitt mit einer Hohe, einer Lange und einer Brei-
te aufweisen, die jeweils zwischen 2 und 15 pm, vor-
zugsweise zwischen 2 und 10 pm liegen, sowie ei-
nem Abstand kleiner als oder gleich 50 um, insbeson-
dere zwischen 1 und 50 ym, insbesondere kleiner als
30 pm, und/oder die Muster einen dreieckigen oder
pyramidenférmigen Querschnitt mit einer Hohe klei-
ner als 20 ym und einem Abstand kleiner als 30 ym
aufweisen.

5. Artikel nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Substrat in we-
nigstens einem Bereich von wenigstens einer Sei-
te wenigstens eine die Rauheit aufweisende Schicht
aufweist.

6. Artikel nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schicht eine Sol-
Gel-Schicht ist.

7. Artikel nach einem der Anspriiche 1 bis 6, oder
Vorrichtung zum Kochen und/oder zum Hei3halten,
die einen Artikel nach einem der Anspriiche 1 bis 6
und ein oder mehrere Heizelemente umfasst

8. Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, der wenigstens ein Glaskeramiksubstrat um-
fasst, wonach eine Zielrauheit mit Hilfe eines/einer
mit den Konturen der Zielrauheit geformten Stempels
oder Maske auf eine auf dem Substrat abgeschiede-
ne Schicht dupliziert ist.
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9. Artikel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Schicht, die geeignet ist, ver-
formt zu werden, auf dem Glaskeramiksubstrat ab-
geschieden ist, auf die anschlieRend die strukturier-
te Flache eines Stempels oder einer Maske, der/die
zuvor mit den Konturen der Zielrauheit geformt wird,
aufgebracht ist und die Rauheit insbesondere unter
Warme und Druck auf die Schicht, die geeignet ist,
verformt zu werden, Ubertragen wird.

10. Artikel nach einem der Anspriiche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schicht, eine Sol-
Gel-Schicht ist und das Material der strukturierten
Flache der Maske ein Polymer vom Typ Elastomer
ist.

11. Artikel nach einem der Anspriiche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Maske dadurch ge-
bildet ist, dass das Polymermaterial oder seine Vor-
laufer auf eine Flache, die die Zielrauheit aufweist,
aufgetragen oder gegossen wird, anschlieend die
Maske fixiert wird, gegebenenfalls durch Abktihlen,
Erhitzen und/oder Vernetzen, um die Elastomermas-
ke mit dem gewiinschten erstarrten Profil zu erhalten.

12. Artikel nach einem der Anspriiche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass ein nachtraglicher
Warmebehandlungsschritt vorgenommen ist, um die
strukturierte Schicht zu verdichten und/oder zu fixie-
ren und gegebenenfalls um die organische(n) Grup-
pe(n) zu entfernen.

13. Glaskeramikartikel nach einem der Anspriiche
8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine
Rauheit kleiner als 100 pm aufweist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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